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1. Introducción y Objetivo

El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de tesis de grado de la carrera
Ingenieŕıa Electrónica, dictada en la UTN-FRC. El mismo se realizó junto con el apoyo del
Centro de Investigación en Informática para la Ingenieŕıa.

La tesis de grado consiste en la realización de un veh́ıculo aéreo no tripulado de dimensiones
reducidas, enteramente diseñado y llevado a la práctica, con el motivo de sentar las bases de
una plataforma de desarrollo. Con el objeto que la misma pueda ser utilizada y reversionada
según el enfoque de distintas tareas de investigación futura.

El objetivo de estas PPS es desarrollar la placa PCB del drone, basándose en los esquemáti-
cos previamente realizados. Además, como parte del trabajo se efectuará la investigación y
compra de los componentes necesarios.

2. Desarrollo

2.1. Esquemático

El diseño de la placa PCB se baso en los esquemáticos previamente diseñados, como parte
del trabajo de tesis.
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2.2. PCB

Para el desarrollo de la placa del drone, se utilizó el software de distribución libre KiCad.
Como primer paso, se determinó la forma, tamaño y cantidad de capas que se requeŕıan para

la placa. Una vez determinados, se procedió a la colocación y distribución de los componentes
en el área establecida.

Se optó por diseñar el PCB con doble capa, pudiendo aprovechar de mejor manera el área
disponible. Se separó en:

Capa Superior

Fuente

Microcontrolador

ESP-12E

Driver Motores

Cargador de Bateŕıa

Capa Inferior

Sensor de altura

IMU (Acelerómetro, Giróscopo)

Barómetro

Luego se realizó el ruteo de la placa, quedando:

Figura 1: Capa Inferior.
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Figura 2: Capa Superior.

Los archivos del diseño de la placa se encuentran en el CD provisto.

2.3. Compra de componentes

Como parte del trabajo realizado, se dedicó tiempo a la investigación y compra de los compo-
nentes a utilizar. Debido a que casi la totalidad de los componentes utilizados son de encapsulado
SMD y no se consiguen en el páıs, se tuvo que contactar proveedores en el extranjero.

Las compras se efectuaron online en los sitios:

MOUSER (www.mouser.co.uk)

Fuente

Microcontrolador

ESP-12E

Driver Motores (Transistores SMD)

Cargador de Bateŕıa

Resistencias varias

Capacitores varios

Sensor de altura

IMU (Acelerómetro, Giróscopo)

Barómetro
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RS (https://uk.rs-online.com)

Oscilador 32.768 KHz

Oscilador 16 MHz

2.4. Fabricación del PCB

Debido a la utilización de componentes de montaje superficial y al tamaño de las pistas
utilizadas en el diseño de la placa, se optó por realizar la fabricación de la placa con el proveedor
cordobés Ruben Estevan.

Éste proveedor utilizó el método de fotolitograf́ıa para la realización de la placa. Quedando
el resultado final:

Figura 3: Capa Superior.
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Figura 4: Capa Superior.

3. Conclusiones

En la realización de estas prácticas, se desarrollaron las etapas finales de diseño del hard-
ware para el proyecto de tesis de grado. Quedando como trabajo futuro, la soldadura de los
componentes a la placa.

Al haber tenido que realizar la compra de los componentes, se tuvo que coordinar con
proveedores extranjeros y determinar la loǵıstica necesaria para la importación de los mismos.
Esto le dio a las prácticas un plus, ya que éstas son tareas que uno no acostumbra a realizar, y
complementan el perfil de un ingeniero.
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